
설비 Track 개요 

1. 명        칭 : 삼성 반도체/Display 설비 Track 

2. 지원 사항 : 장학금(등록금 실비) 

3. 지원 기준 : Track 내 6개 지정과목 이수, 학점 3.5점(4.5점 만점 기준) 이상 

4. 이수 기준 : Track 11개 과목 이수, 학점 3.5점(4.5점 만점 기준) 이상 

* Track 과목 : 열역학, 유체역학, 전기전자공학, 응용열역학, 열전달, 유체설계, 수치해석, 기계
요소설계, 
                       시스템제어, 반도체공정, 로봇공학 (상세 교과명은 학과에 문의) 



설비 Track 선발 절차 

Track 이수 -  Track 교과목 이수, 학점 취득기준 충족 
‘17.3~ 
12月  

※ 조건 미달 時 입사 불가 졸업 후 입사 ‘18.2月  

인턴 대상자 선발 9~11월 
- 본인 지원, 학교 추천을 통해 지원자 선정 

- 선정된 대상자는 '16년(하) 3급 공채 진행 시 개인별 지원 

인턴실습 및 
채용 확정 면접 

- 인턴실습 결과 감안 
’17.1/2

月  - 최종 확정된 인력 대상으로 장학금 지급 


